深耕計畫預期成果
1. 計畫亮點
項目說明：請以500字內條列式說明計畫特點及考核項目特別傑出之指標，並請將計畫優秀成果相關照片上傳。 
1.整體計畫較為傑出之貢獻 
2.產出實體產品、軟體開發、材料研發等成果 
3.所提研究在實際應用上之突破 
4.上傳計畫優秀成果相關照片 
5.其它
	    本計畫為培育與深耕半導體製程與分析之人才與技術，整合不同領域的專家學者以及專業技術工程師，以成大微奈米科技研究中心擁有的先進奈米製程與分析設備及技術為基礎，著力於sub -20 nm奈米結構製程、雷射結構製程與材料特性改善、高品質試片備製、原子級儀器分析至關鍵尺寸標準建立之垂直整合，建立「多層奈米結構製造與分析暨推廣中心」。子計畫一負責多層奈米結構製程，建立sub-20 nm之結構與多層金屬閘極材料成長，提供給子計畫二進行超快雷射加工技術之三維材料特性改善，此元件提供子計畫三進行高品質試片製備以及原子級多層薄膜分析，子計畫四支援原子級材料製程與分析設備，各子計畫緊密互相合作，整合先進之奈米製程與原子等級檢測、開發關鍵性技術、紮根技術與高共通性、高技術挑戰性之多項研究課題。
    除上述奈米結構製程與分析技術提升外，本計畫還包含專業學程、儀器訓練及產學聯盟與技術推廣，期望達到技術深耕的目的。微奈米科技研究中心將與成大工程科學系與台灣積體電路公司合作，開設「奈米先進技術與設備」跨領域學分學程，並搭配10個先進儀器訓練課程，強化產學合作，促進學界與產業界之無縫接軌，協力推動台南成為世界重要的積體電路製造設計中心。



2. 技術層次指標(條列式列舉)
項目說明：請以條列式方式列舉說明所提研究技術的預期成果與達成狀況。
	1. 20 nm 電子束微影圖案製作、20 nm 溝槽蝕刻、原子層級金屬氧化層製作；
2. 利用既有之技術建立超快雷射退火系統，控制環境因素；
3. 
達量級的功率密度，達次微米等級的精密度；
4. 區別用傳統TEM試片(類似金屬閘極的多層奈米薄膜)在probe size ~ 1 nm的STEM/EDS系統和probe size ~ 0.1 nm的STEM/EDS系統的EDS line profiles分析結果的差異；
等技術長回覆補充



3. 培育人才
項目說明：此項目統計因本計畫之投入而至相關業界工作人數，若有學生至企業實習及特色課程之實作之人數，請將資料填入此項目的其它欄位中。
(1)大學：共_15__人，男：共12 人，女：共3 人。
(2)碩士：共_30__人，男：共24 人，女：共6 人。
(3)博士：共_5_人，男：共4 人，女：共1 人。

4. 業界師資至學校授課內容與時數
項目說明：此項目統計該計畫為提供學生業界經驗並學習計畫相關之技術訓練實作，所開設的校內課程，課程中須有一定時數由業界人士教授指導。若有學校教師至業界授課，請將此資料填於第11項績效指標的其它欄位中。
(1)業師至校內授課課程：共_2__門，
(2)業師至校內授課課程總時數：共_20__小時，
(3)業師至校內授課課程訓練人數：共__50_人，
(4)業師投入人數：共_３__人，
(5)業師上課總時數：共_10__小時。

5. 技術證照獲得數或參與競賽人數
項目說明：此項目統計因本計畫之投入所獲得的各級證照數、競賽參與人數及獲獎數目
(1)總計證照：共 種，
(2)獲證總人數：共 人，
(3)競賽參與人數：共 10人，工科系舉辦台積電專題競賽參與學生人數
(4)獲獎：共 1 個。競賽(鍾博的能源比賽…..)

6. 合作企業投入計畫經費
[bookmark: _GoBack]項目說明：此項目統計各企業於計畫中所投入金額及合作企業的基本資料，且需依「行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點」規定提出相關證明文件。此金額不包含提供軟硬體設備價值以及衍生產學合作計畫所獲之配合款，若合作企業有投入設備，請填於第7項績效指標；若企業為衍生產學合作計畫相關企業，請填於第9項績效指標。
(1)總計企業：共 家，
(2)總投入經費：共 仟元。正在洽談中

7. 合作企業投入設備及軟硬體資源
項目說明：此項目統計各企業於計畫中所贈與的軟硬體設備及合作企業的基本資料，且需有設備照片及需依「行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點」規定提出相關證明文件為認定標準。
(1)贈與軟硬體資源：共 件，
(2)總價值：共 仟元。鮑博正在洽談中

8. 技術移轉
項目說明：此項目統計該計畫執行期間技術移轉已簽約完成件數、技術授權金總收入及衍生利益金總收入，若此技術移轉有新增產值，請將此新增產值填入其它欄位中。
(1)技術移轉已簽約完成：共 件，
(2)技術授權金：共 仟元，
(3)衍生利益金：共 仟元。
其它：今年10月預期有1件(鮑博)


9. 衍生產學合作計畫
項目說明：此項目統計計畫執行期間所衍生產學合作計畫。
(1)衍生產學合作計畫已簽約：共 1 件，產學小聯盟
(2)計畫經費：共 仟元。


10. 專利數
項目說明：此項目統計計畫執行期間所申請或獲證的國內外發明及新型專利，且需有專利編號及專利名稱為認定標準。
(1)國內新型專利申請：共 1件，
(2)國內新型專利獲證：共 件，
(3)國內發明專利申請：共 1 件，
(4)國內發明專利獲證：共 件，
(5)國外新型專利申請：共 件，
(6)國外新型專利獲證：共 件，
(7)國外發明專利申請：共 件，
(8)國外發明專利獲證：共 件。

11. 實體成果展示發表會或公開技術競賽
項目說明：此項目統計計畫執行期間所主辦的實體成果或技術展示會、研習會、技術競賽數量以及各會議及競賽的參與人數，會議或研習會需附議程、簽到表、會議簡報為佐證資料；競賽需附活動照片為佐證資料。
(1)實體成果或技術展示會主辦：共 1場，總計參與人數：共　50人。 (中心舉辦)
(2)主辦競賽：共 1 場，總計參與人數：共 20 人。(工科系之台積電專題競賽)
(3)研習會主辦：共 4 場，總計參與人數：共300 人。
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